证券代码：688380                                             证券简称：中微半导

中微半导体（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表 
                                                                 编号：2022-002
	投资者来访类别
	 特定对象调研                      分析师会议

 媒体采访                          业绩说明会

 新闻发布会                        路演活动

 现场参观                          其他 （线上调研）

	参与单位名称
	方正证券          中信建投证券        华创证券         仙人掌投资
光证资管          东方阿尔法基金      泰信基金         海通研究所
东方证券          创金合信基金        华融证券         荣德金资产
泰霖投资          西部利得资金        中信证券         易方达基金
招商证券          信达澳银基金        元昊投资         清水源投资
域秀资产          中邮创业基金        博远基金         合赢投资
中邮理财          泰康资产管理        世诚投资         东吴基金
平安证券          珞珈方圆资产        广发证券         凯石基金
惠升基金          国泰君安证券        霸菱资产         鹏华基金
世诚投资          建信金融资产        太平养老         Prudence
Y2 Capital        Hillhouse           Keywise          Syncicap
Cloud Alpha Capital                   TT International Group
Dymon Asia Capital Group

	时间
	2022 年 10 月

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	公司总经理周彦、副总经理李振华以及董事会秘书兼财务总监吴新元

	投资者关系活动主要内容介绍
	公司总经理周彦、副总经理李振华以及董事会秘书兼财务总监吴新元向投资者介绍了公司情况、产品应用市场和发展规划以及对三季度业绩进行了说明，并回答了提问，主要内容如下：
1、公司今年出货量的构成情况？营收构成的情况？
答：公司今年1-9月累计出货量约8.89亿颗，其中家电、消费类电子、电机与电池、传感器信号处理、汽车电子、功率器件分别占比为23.91%、58.04%、6.07%、4.94%、0.51%、6.52%；1-9月营业收入约5.08亿元，其中家电、消费类电子、电机与电池、传感器信号处理、汽车电子、功率器件分别占比为36.50%、41.77%、16.13%、2.89%、1.63%、1.09%。

2、公司三季度报显示目前存货价值在4亿左右，请问具体存货的分类结构以及未来的趋势？目前出货量的分类结构及未来的规划？
答：公司存货以半成品和原材料的晶圆为主，封装后的成品芯片为辅，库存晶圆可以根据市场需求封装成不同的芯片料号。公司正采取积极的销售策略，加大出货量，从而减少库存。

3、供应端的价格是否已经松动，价格预计是否会有所下降，公司对明年产能的预期计划是如何？
答：供应端的价格已经开始有所下降，无论是晶圆还是封装测试产能均有所下降。未来，公司会根据自身发展规划来预定产能，特别是对于晶圆的产能需求，公司依然会保持积极的策略。

4、公司的车规级MCU的应用场景及未来的布局安排？
答：公司的车规级MCU目前可以应用于车灯、车门车窗开关、照明、空调、压缩机、泵类等。汽车电子芯片是公司重点布局方向，公司计划逐步推出域控制器平台等高端级产品，力争在两三年内形成完整的、与国际大厂相类似的车规级芯片的产品矩阵。

5、公司7月发布的车规级芯片的推广情况如何？未来营收占比的提升可能？
答：公司7月发布的新一代车规级芯片8月出货量1.3万颗、9月份出货量近24万颗，推广效果整体不错。目前车规级产品市场需求比较旺盛，在未来公司营收中，车规级产品的营收占比会有较大的提升。

7、公司车规级芯片的终端客户主要有哪些车企？
答：公司车规级芯片的销售模式大多不是直接对接终端车企，而是通过中间供应商销售，目前公司产品应用终端涵盖大部分国产品牌的车企；同时已经导入日系品牌供应商，未来将可能在合资汽车和进口车型中应用。

8、公司目前发布的两代车规级MCU的区别与联系？
[bookmark: _GoBack]答：公司第一代车规级MCU产品是公司自己根据AEC-Q100进行验证，没有通过第三方认证，主要应用于汽车后装市场；第二代产品在功能上对第一代进行了升级，同时完成了第三方的AEC-Q100认证，主要应用于汽车前装市场。



